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Fuente conmutada STEP-DOWN basado en LM2576-5V



Criterios para el diseño 
del PCB



Circuito esquemático 



Consideraciones y parámetros de 
funcionamiento

● Tensión de entrada: 15 V

● Tensión de salida: 5 V

● Corriente de trabajo: 2,5 A

● Frecuencia de conmutación: 52 kHz

● PCB simple faz, material FR2 y componentes Through Hole  y transferencia del diseño 

mediante el “método del planchado”

● diseño en KiCad

● se añadió un plano de masa



PCB: procedimiento de dimensionamiento 
de las pistas

se debe conocer las características de potencia del circuito para dimensionar correctamente el 

ancho de pistas para evitar calentamientos y posibles incendios

para el caso de la placa FR2 el espesor estándar de cobre es  1 onza por pie cuadrado (igual a 35 

micras)

la norma recomendada para guiarse en el diseño es la IPC2221

se pueden hacer cálculos  de forma manual pero existen herramientas automatizadas para 

calcular, no solo el ancho mínimo de pista sino la disipación de potencia y las pérdidas de una 

determinada pista



Herramientas WEB utilizadas para el 
dimensionar la pista PCB

http://circuitcalculator.com



PCB: ubicación manual de los componentes

se busca evitar las EMI

se busca evitar las capacidades e inductancias parasitas, y pistas que den muchas vueltas, se 

prefiere el camino mas recto y corto posible

se busca evitar la cercanía de componentes y el calentamiento de estos que puedan afectar su 

funcionamiento (no poner capacitores pegados a un disipador)

se busca que quede ordenado y siga un camino logico y “natural” del circuito (no poner borneras 

en el centro, etc) 

se busca posicionar los elementos de filtrado lo mas cercano posible a las entradas y salidas (es 

requerimiento del fabricante) 



Ejemplo de ubicación de componentes 
dado por el fabricante



PCB: requerimientos y sugerencias en hoja de 
datos



DISIPADORES



DISIPACIÓN DE ENERGÍA

El aumento de la potencia a disipar trae como consecuencia la disminución de la vida útil del 

dispositivo si el mismo no puede transmitir ésta al ambiente.



Modos de Disipación de la energía.

RADIACIÓN

El cuerpo emite radiación electromagnética debido a su temperatura. La longitud de onda está entre 0,1μm a 

1000 μm (espectro infrarrojo). Única forma de transmisión en el vacío.

• Emisividad = 1 à Perfecta Absorción

• Emisividad = 0 à Perfecta Reflexión

Condiciones Óptimas:  • Alta Emisividad • Línea de Vista Optima  • Grandes Áreas

q = e * s * A * T4



Modos de Disipación de la energía.

CONDUCCIÓN

Define la capacidad de los cuerpos a conducir calor. Se puede establecer la Resistencia Térmica, que es la 

oposición al paso de calor.

q = -kA  ∆t/∆x

Se produce por la transmisión entre moléculas, se da en sólidos, líquidos y gases. Es la orma más importante 

de transmisión en equipos electrónicos. 

Condiciones Óptimas • Alta Conductividad • Camino Corto • Grandes Áreas  • Gran Área de contacto • Alta 

presión de Contacto • Relleno Conductivo en la Interfaz



Modos de Disipación de la energía.

CONVECCIÓN

Se produce transferencia de calor debido a la interacción de un fluido que transporta el calor entre zonas de 

diferente temperatura.

La transferencia se produce cuando el fluido entra en contacto con la superficie del sólido. Puede ser 

convección Libre o Natural o Convección Forzada 

Condiciones Óptimas - NATURAL : • Corriente de fluido sin restricciones • Superficie vertical preferible a 

horizontal • Superficie orientada hacia arriba (si sup. horizontal) • Área grande 

Condiciones Óptimas - FORZADA: • Líquido preferible al gas • Alta velocidad de flujo • Superficie rugosa o 

interrumpida • Área grande



Extracción de Calor

Contacto directo con las partes, usar el PCB en el Circuito Térmico. Se pone en contacto el fluido con el PCB.

Impingement – Aire Forzado

Pared Fría en Contacto con el PCB. Es más Eficiente que el Impingement.

Flujo a través del disipador en Contacto con el PCB



Consideraciones de Diseño

Diseño de Sistema sin Refrigeración Activa:

Módulos Independientes trabajan perfectamente 

pero montados en el gabinete fallan.

Se agrega Refrigeración Activa:

El módulo Superior degrada 

su confiabilidad por la elevada temperatura.

Se modifica tipo de Refrigeración Activa:

Los orificios de entrada de aire Fresco son 

inadecuados, el equipo presenta elevadas temperaturas. Se debe considerar el ambiente externo  al gabinete, 

por ejemplo aire húmedo, con partículas de aceite, de humo, etc.

Dirección del Flujo de Aire



¿Por qué usar un disipador?

¿Qué tipo de disipador usar?

¿De qué manera usarlo?

Conclusiones



FIN
muchas gracias


